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AZ ELEKTRONIKUS ALKATRESZEK

* Funkci6 szerint:
aktiv, passziv
» Szerelhet6ség szerint:
furatszerelt, felliletszerelt, tokozatlan chip
* Funkciok szama szerint:
diszkrét alkatrészek — egy alkatrész egy
aramkori elemet tartalmaz,
integralt aramkorok — egy alkatrész tébb
aramkori elemet tartalmaz Felilletszerelt ellenallas

Furatszerelt tokozott IC Felilletszerelt tokozott IC  Furatszerelt ellenallas
Pl. Dual Inline Package (DIP) PIl. Quad Flat Pack (QFP)

@\%
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A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

1. Hordozé, pl. FR4
livegszalas epoxigyanta

% BMEETT Elektronikus alkatrészek 3129

Elektronikus alkatrészek



ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

fcrrszem vezeték forr. felllet (pad)

1. Hordozé, pl. FR4

livegszalas epoxigyanta

D D 2. Réz mintazat:

@ D D fotolitografiaval kialakitott
Z ____E |

V
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A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték  forr. felulet (pad)

3. Forrasztasgatlé maszk:
szitanyomtatassal viszik fel és
fotolitografiaval mintazzak

1. Hordozé, pl. FR4
“ livegszalas epoxigyanta
@ @ DE 2. Réz mintazat:
@ fotolitografiaval kialakitott
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A SZERELT NYOMTATOTT

HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték forr. fellet (pad)

\ 1. Hordozé, pl. FR4
livegszalas epoxigyanta
2. Réz mintazat:
. "DE fotolitografiaval kialakitott

3. Forrasztasgatlé maszk: p
L _L szitanyomtatassal viszik fel és
—IHEH- fotolitografiaval mintazzak

4. Feliratok, pozicidabrak:
\\\\\\ NSNS
% % A it

szitanyomtatassal viszik fel
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A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték forr. felllet (pad)

1. Hordozé, pl. FR4

livegszalas epoxigyanta

N

. Réz mintazat:
fotolitografiaval kialakitott

w

. Forrasztasgatlé maszk: X
szitanyomtatassal viszik fel és
fotolitografidval mintazzak

4. Feliratok, pozicidabrak:
via fellletszerelt alk. szitanyomtatassal viszik fel
furatszerelt alk.
| 5. Alkatrészek beliltetése:
STIITRINNNNE e e ST AN
kézi, gépesitett
i) SINNIS i T T
N ;
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A SZERELT NYOMTATOTT
HUZALOZASU LEMEZ FELEPITESE

forrszem vezeték  forr. felllet (pad)

-

. Hordozo, pl. FR4

livegszalas epoxigyanta

N

. Réz mintazat:
fotolitografiaval kialakitott

w

. Forrasztasgatlé maszk:
szitanyomtatassal viszik fel és |
fotolitografiaval mintazzak

IS

. Feliratok, pozicidabrak:
via feliiletszerelt alk. szitanyomtatassal viszik fel

furatszerelt alk.
|

o

. Alkatrészek betiltetése:
kézi, gépesitett

. Forrasztas: hullamforrasztas, -

o

tjradmlesztéses forrasztas
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FURATSZERELT ALKATRESZEK

* Hajlékony vagy merev kivezetésekkel (alkatrészlabakkal)
rendelkeznek. A hajlékony kivezetéseket a furatok helyzetének
megfeleléen méretre vagjak és hajlitjak.

* A kivezetéseket a szerellemez furataiba illesztik és tobbnyire a
masik oldalrél forrasztjak be. Ezért a csak furatszerelt alkatrészeket
tartalmazo  aramkoroknél  megkilonboztetiink  alkatrész-  és

forrasztasi oldalt.

kivezeté Sichip huzalkétés  froccssajtolt tok

kétoldalas nyomtatott 3
huzalozasl lemez

egyoldalas nyomtatott
huzalozasu lemez

forrasztott kotés nem fémezett furat szerel6lemez fémezett fall furat
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ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

FURATSZERELT ALKATRESZEK
CSOPORTOSITASA

Kivezetések mechanikai tulajdonsaga szerint

hajlékony — furatokhoz hajlitjak merev/fix — tervezett furatok
kondenzator pl. kondenzator  tranzisztor
ellenallas
I I I \\U\/ ] L) T
« Kivezetések geometridja szerint M %
axialis radialis keriilet mentén

pl. ellendllas, kondenzator pl. kondenzator, tranzisztor, LED integralt aramkorok

— iy — ;f

i 254
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BMEETT

DISZKRE:I' FURATSZERELT
ALKATRESZEK (PASSZIV)

Ellenallas Kondenzator

festékbevonat

fémsapka fé .
emezes

kivezetés

fegyverzet

mianyag hdz -
értekbeallito koszoriilés kivezetés keramia dielektrikum

Tekercs

festékbevonat
fémsapka
kivezetés

érték - szinkod

huzal-tekercselés

X-BMEETT
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FURATSZERELT AKTiV ALKATRESZEK

Dioéda LED TO-220
Si chip

huzalkotés nagyteljesitményi FET-ek
anod ‘ i
katéd

kivezetés félvezetd chip  huzalkétés kivezetés

TO-92 TO-3

DIP-14
integralt aramkorok

altalanos tranzisztorok nagyteljesitményii tranzisztorok

2

miianyag tok fémtok

X BMEETT
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ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

KULONLEGES FURATSZERELT
ALKATRESZEK

Nagy kivezetés szamu furatszerelt alkatrészek - PGA. (Pin Grid Array)
*« A kivezetések a tokozas aljan, fellleti

racspontokban helyezkednek el (grid array)

« Asztali szamitégépek processzorainak
tipikus tokozasi formaja

Elény: oldhatdé mechanikai kotéssel
foglalatba lltethet6 -> cserélhetd

Elektro-mechanikus alkatrészek Modern aktiv eszkdzok
Csatlakozok Kapcsolok Szenzorok
pl. USB
yfi,;;
@,ﬁ}f
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FURATSZERELT ALKATRESZEK
CSOMAGOLASI MODJAI

Alkatrész tipus Csomagolas mod
Axialis kivezetési Kétoldalas hevederezés
—C > —C— 00

)
—— :; 0

Radialis kivezetésii

ajepysin

Integralt aramkor

i %
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FURATSZERELESI TECHNOLOGIA

Furatszerelés (Through Hole Technology - THT)
A furatszerelhet6 alkatrészek kivezetdit a szerel6lemez furataiba

illesztik és toébbnyire masik oldalon forrasztjak be.
A furatszerelés hatranyai:
« a szerelslemez mindkét oldalat

igénybe veszi
az alkatrészek helyfoglaldsa nagy
nagy kivezetSszam (>40) esetén a

beliltetés gépesitése nehézkes:
« az alkatrészek kiviteli formai igen
eltéréek, Dual InLine Package (DIP=DIL)

« az alkatrészek kivezetéseinek
rasztertavolsaga pontatlan.

A szerelés utani bekotési miivelet a
kézi forrasztas vagy a hullamforrasztas.
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FELULETSZERELT ALKATRESZEK

(SMD = SURFACE MOUNTED DEVICES)

* Rovid - furatszerelésre alkalmatlan - kivezetésekkel vagy az
alkatrész oldalan/aljan 1évé, kivezetési célu forrasztasi fellletekkel

(kontaktusfeliilet) rendelkeznek.

« Az alkatrészeket a kotott elrendezésli kivezetéseknek (,footprint”)
megfeleléen kialakitott fellleti vezetékmintazatra (forrasztasi

feluletekre — ,pad”) Ultetik ra és ugyanazon az oldalon forrasztjak be.

ellendlldas  kontaktusfeliilet kivezetés Sichip huzalkétés froccssajtolt tok '

forrasztasgatlé maszk belsé huzalozasiréteg  szerelélemez via
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FELULETSZERELT PASSZiV DISZKRET
ALKATRESZEK

ellenallas réteg védbiiveg Feliletszerelt kondenzator

keramia dielek-
trikum réteg

elektroda réteg

keramia hordozé

értékbeallitd vagat élkontakt

haromréteges kontaktus

1206 305x1,52 0402 1,02x0,51
0805 203x127 0201  06x03  keramia folia

0603 1,52x0,76 01005 0,4x0,2
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FELULETSZERELT ELEKTROLIT
KONDENZATOROK

Aluminium hazas Tantal elektrolit
« Négyrétegl szerkezetek « Altalaban szaraz (folyékony elektrolit
+ Afegyverzet anyaga fémfolia nélkli) kivitelben késziilnek
« Az andd felszinét oxidaljak (1— = Viszonylag kis  kapacitasu  és
10 nm oxidréteg), ez a fesziiltségii kondenzatorok
dielektrikum + Sziirésre, egyenszint-levalasztasra
* A katéd és az andd(+oxid) alkalmazzak

kézé jol vezet6 elektrolittal Killsé ellenelektrod Katod (-)

atitatott papirt helyeznek (grafit és eziist)
« Elettartamuk révid az elektrolit
kiszaradasa miatt

Vezetbragaszto '
katod -> kivezetés '

Kapacitas bels6 rétegei: -

Anéd (+)
Tantal huzal

-tantalpentoxid (dielektrikum)
-mangan-dioxid (szilard elektrolit) -
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TOVABBI FELULETSZERELT PASSZiV
ALKATRESZEK, CSATLAKOZOK

Tekercs Csatlakozok Néhany kiemelt példa.

% tobbpdlusu nagyfrekvencias

Transzformator
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FELULETSZERELT AKTiIV ALKATRESZEK
ES INTEGRALT ARAMKORI TOKOZASOK

SOT-23 Siralyszarny alaku kivezetés

kollektor epoxi tok

SoIc - -
Au huzal Tokozas célja: a chip védelme és a
kapcsolat megteremtése a chip a

szerel6lemez kozott.
kivezetés: 1. szintli 6sszekottetés: a chip és a

pl.cursn “ofTgE 235 chip  chiptart6 (hordozo) kézott

C_u + NiPd(Au) 2. Szintli Gsszekottetés: a chiptartd
NiFe + Sn és a szerellemez kozott

) chiptarté
X-BMEETT Elektronikus alkatrészek 20129

SM IC TOKOZASOK OSZTALYOZASA A
KIVEZETESEK GEOMETRIAJA SZERINT

Kerllet mentén elhelyezkedé kivezetésekkel rendelkezé tokozasok
(perimeter style)

SOIC — Small Outline IC QFP - Quad Flat Pack
(4-16 kivezetés, raszterosztas ~1,27 mm) (4-256 kivezetés, raszterosztas >0,4 mm)

PLCC - Plastic Leaded Chip Carrier QFN — Quad Flat No-Lead
(8-40 kivezetés, raszterosztas ~1,27 mm) (16-32 kivezetés, raszterosztas ~0,4 mm)
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ELEKTRONIKAI SZERELESTECHNOLOGIAK

SM IC TOKOZASOK OSZTALYOZASA A
KIVEZETESEK GEOMETRIAJA SZERINT

A tok aljan egy racs metszéspontjaiban elhelyezkedé kivezetésekkel
rendelkez6 tokozasok (area array style)

BGA - Ball Grid Array FC-BGA - Flip-Chip Ball Grid Array
(16-256 kivezetés, raszterosztas ~1,27 mm) (<1600 kivezetés, raszterosztas ~0,8 mm)

froces-sajtolttok  Sichip  Au huzal fréccs-sajtolttok  Sichip  bump

== =l == =TI
U Y UTUU

!—Tiﬁ;jl_%ﬁsi ==

bump interposer bump alatdltés  interposer

LGA - Land Grid Array

(16-2000 kivezetés, raszterosztas ~0,8 mm)
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INTEL CORE 17 Skylake — LGA1151

Processzor Processzor foglalata
felllletszerelt kondenzatorok felliletszerelt kondenzatorok

interposer kivezetés-fémezés alaplap foglalat, rugds lamellak
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CHIPMERETU TOKOZASOK (CSP — CHIP
SCALE PACKAGE)

A CSP definicidja az IPC/JEDEC J-STD-012 szabvany alapjan: egy
lapkat tartalmazo (single die), fellilet szerelhetd alkatrész, melynek

terlilete nem nagyobb, mint az eredeti lapka 1.2x-ese.

pl. merev interposer, FC-CSP fricossaitolt tok

flip-chip

X-BMEETT Elektronikus alkatrészek
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SZELET SZINTU SZERELES — WAFER
LEVEL PACKAGING

Szelet szintli tokozas: a chip védelem és a tokozas a darabolas elétt, a
teljes szelet 6sszes chipjén egyszerre kerll kialakitasra

1. Si chip gyartasa 2. Ujraeloszté réteg 3. Chip védelem
il I 1l i A i
Si - szelet Ujraelosztoréteg Forrasztasgatlé maszk
Al kontaktusfeliiletek ~5 ym Cu ~10 pym benzociklo-butan |-
N ;
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SZELET SZINTU TOKOZAS — WAFER
LEVEL PACKAGING

Szelet szintli tokozas: kevés szamu kivezetd esetén (5-30) alkalmazzak
a nyomtatott huzalozasu lemezek korlatozott rajzolatfinomsaga miatt

4. UBM réteg felvitele 5. Bump felvitel 6. Szelet darabolasa!
1 i — =1
Si - szelet Bumpok ,area array” CSP-Chip Size Package

UBM reteg,pl. Ti(W)+Ni 7. Szerelés daramkorre

pl. tjradmlesztéses forr.

>

Si chip bump-ok

&k. szerel6lemez

% BMEETT Beiiltetés, tokozas 26/29

FELULETSZERELT ALKATRESZEK

CSOMAGOLASI MODJAI

Felliiletszerelt ellenallasok SOIC — Small Outline IC
- papir szalagtar - mianyag csétar
Feluletszerelt kondenzatorok QFP, PLCC, QFN, BGA, LGA
- milanyag szalagtar - miianyag talcatar
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FELULETI SZERELESTECHNOLOGIA

A feluleti szereléstechnoldgia (Surface Mount Technology) alkatrészeit
(Surface Mounted Devices) a szerel6lemez feliiletén, az alkatrészeket

a kotott elrendezési kivezetéseknek (,footprint”) megfelel6en kialakitott
fellleti vezetékmintazatra (forrasztasi feliiletekre — ,pad”) lltetik ra és
ugyanazon az oldalon forrasztjak be.

Feliiletszerelt IC

Afeliiletszerelés elényei:
« azonos funkcié mellett sokkal kisebb

méret

-+ nagyobb integraltsag, feliletegységre ‘= Q t — ‘
es6 funkciok szama nagyobb

« kénnyen automatizalhato, az alkatrészek Feluletszerelt ellenallas

toktipusai szabvanyositottak

A kotési technolégia az esetek donté
tobbségében forrasztas, ritkan (pl. hére
érzékeny alkatrészeknél) vezetd ragasztas.
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TARTALOMJEGYZEK

« Elektronikus alkatrészek csoportositasa
» Furatszerelt alkatrészek
» passziv és aktiv alkatrészek, integralt aramkorok

+ csoportositasa a kivezetések mechanikai tulajdonsagai és
geometriaja alapjan
» csomagolasi maddjai

« furatszerelési technoldgia
* Fellletszerelt alkatrészek

« passziv és aktiv alkatrészek, integralt aramkorok
» csoportositasa a kivezetések geometriaja szerint
» csomagolasi maédjai

* CSP — Chip Scale Package
» szelet szintli tokozas — wafer level packaging

« feluleti szereléstechnoldgia
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